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内容概要

21世纪的人们更加依赖电子产品。
电子技术改变了人们生活的质量，我们周围的收录机、电话、电视、计算机等，都是电子技术的杰作
，已成为人们生活的必需品；很多设备在嵌入电子技术后，其产品价值大大提高，如全自动洗衣机、
数控机床等，它会降低人们的劳动强度，提高工作效率；电子技术扩大了人们的视野，如卫星遥测、
太空望远镜等，让我们了解到几千公里乃至数万光年的事物；电子技术拓宽了人们的时空，如通过国
际互联网周游世界，创建虚拟空间回顾过去、展望未来。
总之，电子产品已经深入人们生活的各个角落。
电子设计人员学习EDA（Electronic Design Automation电子设计自动化）技术是十分必要的，它可以提
高电子产品设计的速度、精度、可靠性，扩大设计规模等。
     电子技术改变了人们生活的质量，我们周围的收录机、电话、电视、计算机等，都是电子技术的杰
作，已成为人们生活的必需品，电子产品已经深入人们生活的各个角落。
电子设计人员学习EDA技术是十分必要的，它可以提高电子产品设计的速度、精度、可靠性，扩大设
计规模等。
 本书以原理图输入法、文本输入法设计为主，引导读者循序渐进地学习EDA技术。
全书涉及了3个软件工具，并从Multisim 10的应用基础、Multisim 10的高级分析方法、电子技术实验等
九个方面，结合电子学科学生的学习进度及特点，系统地阐述了EDA技术的运用知识。
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、VHDL中的数据类型　　三、VHDL语言的运算操作符　第八节　VHDL语言的主要描述语句　　一
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章节摘录

　　Multisiml0软件的安装与其他软件的安装方法类似，本书不再提及。
Multisiml0是美国NI公司并购加拿大IIT公司后推出的第二个版本，与第一个版本（Multisim9）相比，
在界面及元器件的封装形式和调用方面有一些特别的地方，尤其在通用元器件的封装形式上做了很大
的改进。
在实际的电路设计与制作中，要考虑电路的功耗、元器件的形状、体积等，在式， 以便后期制作PCB
板、采购器件、完成样机设计等。
所以，很有必要分清楚所调用元件的封装形式。
大部分元件有固定的封装，本书就部分常用的、可能有几种封装形式的通用器件封装形式做一些介绍
。
Multisim的大多数器件内核是Spice文件，部分采用VHDL格式等。
本章主要介绍用Multisim进行顶层电子设计，不涉及底层的spice、VHDL、Verilog HDL等设计方法。
　　一、Multisim10界面　　Multisim10界面如图1-1-1所示，以下分别说明其基本含义。
　　1．主菜单　　（1） File菜单如图1-1-2所示。
　　（2） Edit菜单如图1-1-3所示。
　　（3） View菜单如图1-1-4所示。
　　（4） Place菜单如图l-l-5所示。
　　（5） MCU菜单如图1-1-6所示。
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